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Anwendungsbereiche und Kompatibilitdten unserer Fotochemikalien, Hilfsstoffe und Wafer

Mit den hier aufgefiihrten Informationen méchten wir Ihnen einen ersten Uberblick zu den grundsétzlichen Anwendungsbereichen und Kompatibilitéaten
unserer Fotochemikalien, Hilfsstoffen und Wafern geben. Wir wirden uns freuen, Sie hierzu eingehender personlich zu beraten!

(Stand: 19.10.2020)

Fotolacke: Anwendungsbereiche und Kompatibilitaten

Anwendungsbereiche* Lackserie Fotolacke Schichtdicke? Empfohlene Entwickler® E.-Te?,:gr&ﬁn‘*e
Azz 1505 ~ 0.5 um
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Steile Flanken, hohe Auflésungund | AZ® ECI 3000 | AZ® ECI 3012 =1.0- 1.5 um | AZ® 351B, AZ® 326 MIF, AZ® 726 MIF, AZ® Developer
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Trockendtzen und Galvanik AZ® 10 XT =5 - 20 um | AZ® 400K, AZ® 326 MIF, AZ® 726 MIF
Hoher Erweichungspunkt und hoch- ® . AZ" 701 MiR (14 cPs) = 0.8 um ® ® ® ®
auflésend fur z. B. Trockenatzen AZ 701 MR AZ® 701 MiR (29 cPs) ~2-3pum AZ"351B, AZ 326 MIF, AZ" 726 MIF, AZ" Developer
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G 22 | groRes Aspektverhalnis fir z. B. AZ’12 XT-20PL-20 | =10-30 um | A7® 400K, AZ® 326 MIF, AZ® 726 MIF Tothmioine p133
@ & 5 | Trockenatzen und Galvanik AZ” 40 XT ~15-50 ym p
> AZ® IPS 6090 =20 - 100 pm
° AZ® 5200 AZZ 5209 =1pm TechniStripz Micro D2
ST Hoher Erweichungspunkt und unter- AZ~ 5214 =1-2pm ® ® ® TechniStrip~ P1316,
£ 3 @ | schnittene Lackprofile fur Lift-off TI 35ESX =3-4pum AZ" 351B, AZ" 326 MIF, AZ" 726 MIF TechniStrip® P1331
Ek Tl :
TI xLift-X =4-8pum
AZ® nLOF 2020 =1.5-3um
_ | Unterschnittene Lackprofile und dank | AZ® nLOF 2000 | AZ® nLOF 2035 =3-5um e ®
T | Quervernetzung kein thermisches AZ® nLOF 2070 = 6 - 15 um | AZ® 326 MIF, AZ® 726 MIF, AZ® 2026 MIF Techn!Str!p® NI555,
> & | Erweichen fiir Lift-off @ o ~ TechniStrip 'NF52,
23 AZ® nLOF 5500 | AZ® nLOF 5510 =0.7-1.5um TechniStrip® MLO 07
gg AZZ 15 nxT (115 cPs) S 27 3um AZ® 326 MIF, AZ® 726 MIF, AZ® 2026 MIF
Z £ | Hohe Haftung, steile Lackflanken und AZ" 15 nXT (450 cPs) =5-20 um 326 MIF, 6 MIF, 6
S | groBe Aspektverhaltnisse fur z. B. AZ® nXT TechniStrip® P1316,
= | Trockenatzen und Galvanik AZ® 125 nXT = 20 - 100 um | AZ® 326 MIF, AZ® 726 MIF, AZ® 2026 MIF P1331, NF52, MLO 07

! Theoretisch kénnen alle Lacke fir nahezu alle Anwendungen eingesetzt werden. Mit dem Anwendungsbereich sind hier die be-

sonderen Eignungen der jeweiligen Lacke gemeint.

2 Mit Standardequipment unter Standardbedingungen erzielbare und prozessierbare Lackschichtdicke. Manche Lacke kénnen fiir
geringere Schichtdicken verdiinnt werden, mit entsprechendem Mehraufwand sind auch dickere Lackschichten erziel- und

prozessierbar.

% Metallionenfreie (MIF-) Entwickler sind deutlich teurer und dann sinnvoll, wenn metallionenfrei entwickelt werden muss
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Entwickler: Anwendungsbereiche und Kompatibilitaten
Anorganische Entwickler (typischer Bedarf bei Standard-Prozessen: ca. 20 L Entwickler je L Fotolack)

AZ® Developer basiert auf Na-Phosphat und Na-Metasilikat, ist auf minimalen Aluminiumabtrag optimiert und wird 1 : 1 verdinnt in DI-Wasser fiir hohen Kontrast bis unverdiinnt fir hohe Entwicklungsraten einge-
setzt. Der Dunkelabtrag ist verglichen mit anderen Entwicklern etwas héher.

AZ® 351B basiert auf gepufferter NaOH und wird tiblicherweise 1 : 4 mit Wasser verdiinnt angewandt, fir Dicklacke auf Kosten des Kontrasts bis ca. 1 : 3

AZ® 400K basiert auf gepufferter KOH und wird tiblicherweise 1 : 4 mit Wasser verdiinnt angewandt, firr Dicklacke auf Kosten des Kontrasts bis ca. 1 : 3

AZ® 303 speziell fur den AZ® 111 XFS Fotolack basiert auf KOH / NaOH und wird tiblicherweise 1 : 3 - 1 : 7 mit Wasser verdiinnt angewandt, je nach Anforderung an Entwicklungsrate und Kontrast.
Metallionenfreie Entwickler (TMAH-basiert) (typischer Bedarf bei Standard-Prozessen: ca. 5 - 10 L Entwicklerkonzentrat je L Fotolack)
AZ® 326 MIF ist eine 2.38 %ige wassrige TMAH- (TetraMethylAmmoniumHydroxid) Losung.

AZ® 726 MIF ist 2.38 % TMAH in Wasser, mit zusatzlichen Netzmitteln zur raschen und homogenen Benetzung des Substrates z. B. fiir die Puddle-Entwicklung.

AZ® 2026 MIF ist 2.38 % TMAH in Wasser, mit zusatzlichen Netzmitteln zur raschen und homogenen Benetzung des Substrates z. B. fiir die Puddle-Entwicklung und weiteren Additiven zur Entfernung schwer
I6slicher Lackbestandteile (Riickstande bei bestimmten Lackfamilien), allerdings auf Kosten eines etwas héheren Dunkelabtrags.

Remover: Anwendungsbereiche und Kompatibilitdten

AZ® 100 Remover ist ein Amin-Losemittel Gemisch und Standard-Remover fur AZ® und TI Fotolacke. Zur Verbesserung seiner Performance kann AZ® 100 Remover auf 60 - 80°C erhitzt werden. Da der AZ® 100
Remover mit Wasser stark alkalisch reagiert eignet er sich fur diesbeziiglich empfindliche Substratmaterialien wie z. B. Cu, Al oder ITO nur wenn eine Kontamination mit Wasser ausgeschlossen werden kann.

TechniStrip® P1316 ist ein Remover mit sehr starker Losekraft fiir Novolak-basierte Lacke (u. a. alle AZ® Positiviacke), Epoxy-basierte Lacke, Polyimide und Trockenfilme. Bei typischen Anwendungstemperaturen um
75°C kann TechniStrip® P1316 auch z. B. durch Trockenéatzen oder lonenimplantation starker quervernetzte Lacke riickstandsfrei auflésen. TechniStrip® P1316 kann auch im Sprithverfahren eingesetzt werden. Nicht
kompatibel mit Au oder GaAs.

TechniStrip® P1331 ist im Falle alkalisch empfindlicher Materialien eine Alternative zum TechniStrip® P1316. Nicht kompatibel mit Au oder GaAs.

TechniStrip® NI555 ist ein Stripper mit sehr starker Losekraft fur Novolak-basierte Negativlacke wie dem AZ® 15 nXT und der AZ® nLOF 2000 Serie und sehr dicke Positivlacken wie dem AZ® 40 XT. TechniStrip®
NI555 wurde dafir entwickelt, auch quervernetzte Lacke nicht nur abzuldsen, sondern riickstandsfrei aufzulésen. Dadurch werden Verunreinigungen des Beckens und Filter durch Lackpartikel und -hautchen verhin-
dert, wie sie bei Standard-Strippern auftreten kdnnen.

TechniClean™ CAZ25 ist ein Remover fiir post etch residue (PER) removal. AuRRerst effizient beim selektiven Entfernen organo-metallischer Oxide von Al, Cu, Ti, TiN, W und Ni.

TechniStrip™ NF52 ist ein Sehr effizienter Remover fir Negativliacke (Flussiglacke als auch Trockenfilime). Durch seine Zusammensetzung und speziellen Additive kompatibel mit Metallen iibicherweise eingesetzt
fur BEOL interconnects oder WLP bumping.

TechniStrip™ Micro D2 ist ein Vielseitig einsetzbarer Stripper fur Lift-off Prozesse oder generell dem Aufldsen von Positiv- und Negativlacken. Seine Zusammensetzung zielt auf eine verbesserte Kompatibilitat zu
vielen Metallen sowie IlI/V Halbleitern.

TechniStrip™ MLO 07 Hoch-effizienter Remover fir Positiv- und Negativlacke eingesetzt in den Bereichen IR, 11I/V, MEMS, Photonic, TSV mask und solder bumping. Kompatibel zu Cu, Al, Sn/Ag, Alumina und
einer Vielzahl organischer Substrate.

Unsere Wafer und ihre Spezifikationen

Silicium-, Quarz-, Quarzglas und Glaswafer

Silicum-Wafer werden aus Uber das Czochralski- (CZ-) oder Floatzone- (FZ-) Verfahren hergestellten Einkristallen gefertigt. Die deutlich teureren FZ-Wafer sind in erster Linie dann sinnvoll, wenn sehr hochohmige
Wafer (> 100 Ohm cm) gefordert werden welche tber das CZ-Verfahren nicht machbar sind.

Quarzwafer bestehen aus einkristallinem SiO,, Hauptkriterium ist hier die Kristallorientierung bzgl. der Waferoberflache (z. B. X-, Y-, Z-, AT- oder ST-Cut)
Quarzglaswafer bestehen aus amorphem SiO,. Sog. JGS2-Wafer sind im Bereich von ca. 280 - 2000 nm Wellenlange weitgehend transparent, die teureren JGS1-Wafer bei ca. 220 - 1100 nm.
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Unsere Glaswafer bestehen wenn nicht anders angegeben aus im Floatverfahren hergestelltem Borosilikatglas.
Spezifikationen

Fir alle Wafer relevant sind Durchmesser, Dicke und Oberflache (1- oder 2-seitig poliert). Bei Quarzglaswafern ist die Frage nach dem Material (JGS1 oder JGS2) zu kléaren, bei Quarzwafern die Kristallorientierung.
Bei Silicium-Wafern gibt es neben der Kristallorientierung (<100> oder <111>) die Parameter Dotierung (n- oder p-Typ) sowie die elektrische Leitféahigkeit (in Ohm cm)

Prime- Test- und Dummy-Wafer

Bei Silicium-Wafern gibt neben dem ublichen ,Prime-grade” auch ,Test-grade* Wafer, die sich meist nur in einer etwas breiteren Partikelspezifikation von Prime-Wafern unterscheiden. ,Dummy-Wafern“ erfiillen aus
unterschiedlichen Griinden (z. B. sehr breite oder fehlenden Spezifizierung bestimmter Parameter, evtl. auch Reclaim-Wafer und solche vollig ohne Partikelspezifikation) weder Prime- noch Test-grade, kdnnen jedoch
fur z. B. Belackungstests oder das Einfahren von Equipment eine sehr preiswerte Alternative sein.

Unsere Silicium-, Quarz-, Quarzglas und Glaswafer
Eine sténdig aktualisierte Liste der aktuell verfugbaren Wafer finden Sie hier: & https://www.microchemicals.com/de/produkte/wafer/waferlist.html

Weitere Produkte aus unserem Portfolio

Galvanik
Elektrolyte und Hilfsstoffe fur die elektrochemische Abscheidung von z. B. Gold, Kupfer, Nickel, Zinn oder Palladium: & https://www.microchemicals.com/de/produkte/galvanik.htmi
Loésemittel (MOS, VLSI, ULSI)

Aceton, Isopropanol, MEK, DMSO, Cyclopentanon, Butylacetat, u. a. & https://www.microchemicals.com/de/produkte/loesungsmittel.html
Sauren und Basen (MOS, VLSI, ULSI)
Salzsaure, Schwefelsdure, Salpetersaure, KOH, TMAH, u. a. & https://www.microchemicals.com/de/produkte/saeuren_basen.html

Atzmischungen
Fur z. B. Chrom, Gold, Silicum, Kupfer, Titan, Titan / Wolfram u. a. € https://www.microchemicals.com/de/produkte/aetzmischungen.html

Weiterfihrende Informationen

Technische Datenblatter
https://www.microchemicals.com/de/downloads/technische_datenblaetter/fotolacke.html
Sicherheitsdatenblatter

https://www.microchemicals.com/de/downloads/sicherheitsdatenblaetter/sicherheitsdatenblaetter.html (Benutzer: microc Passwort: yoursheets )
MicroChemicals GmbH Fon: +49 (0)731 977 3430

Nicolaus-Otto-Str. 39 Fax: +49 (0)731 977 343 29

89079, Ulm e-Mail: info@microchemicals.net

Germany www.microchemicals.net
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